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内容概要

　　《光电子器件微波封装和测试(第2版)》总结了作者多年来的工作经验和近期研究成果，系统地介
绍了高速光电子器件测试和微波封装设计方面的实用技术，先进性、学术性和实用性兼备，全书共12
章，内容包括半导体激光器、光调制器和光探测器三种典型高速光电子器件的微波封装设计，网络分
析仪扫频测试法、小信号功率测试法、光外差技术等小信号频率响应特性测试方法及测试系统校准方
法，数字和模拟通信光电子器件大信号频率响应特性测试方法，光电子器件本征响应特性分析和应用
，光谱与频谱分析技术，光注入技术及其应用。

　　《光电子器件微波封装和测试(第2版)》适合从事光电子器件教学与研究的科研工作者、工程技术
人员、研究生和高年级本科生阅读和参考。
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作者简介

　　祝宁华，研究员，1989年在电子科技大学获博士学位；1994年在中山大学晋升教授；1994年至1995
年在香港城市大学任研究员；1996年至1998年在德国西门子公司任客座科学家(洪堡学者)；1997年入选
中国科学院“百人计划”到中国科学院半导体研究所工作；1998年获国家杰出青年基金，2004年入选
“新世纪百千万人才工程”国家级人选。
主要从事微波光子学和光子集成器件与系统研究，建立了先进的微波光电子器件封装和测试分析平台
。
主持或承担国家级项目27项，包括国家自然科学基金创新群体科学基金、国家自然科学基金重大项目
和863主题项目。
发表SCI论文96篇，申请发明专利67项，出版《光电子器件微波封装和测试》和《光纤光学前沿》。
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章节摘录

　　1.2器件测试分析的意义　　同样，在过去很长一段时间里，光电子器件的测试分析也没有受到足
够的重视，许多方法还需要进一步改进，其应用领域需要进一步拓展，　　从人们对测试分析功能的
认识上看，很多人都认为测试分析仅仅是评价和检验光电子器件性能的手段，事实上，在光电子器件
研究中，测试分析能够起到的作用远不止这些，通过对光电子芯片的测试分析，可以获取芯片的性能
指标，为器件封装设计提供必要的数据资料，通过对光电子芯片的精确测试，还可以提取反映材料特
性的本征特性参数，在此基础上建立器件等效电路模型，分析封装寄生参数对器件整体性能的影响，
找出对器件整体性能影响最大的元部件，建立器件优化设计方法，采用这样的分析思路，器件的研究
才会比较深入。
　　同样，与光电子芯片的测试分析类似，我们也可以通过封装后光电子器件的外部特性的测试分析
，获得光电子器件的本征特性参数，同时，光电子器件和模块的测试分析也可以为系统集成提供必要
的参考数据资料。
　　在器件特性参数测量方面，人们过分依赖于测试仪器，事实上，掌握测试技巧才能获得准确可靠
的数据，我们目前采用的许多仪器仪表都是电子学元件的测试仪器，虽然针对光电子器件的特点，发
展了一些专用测试仪器，如光波元件分析仪，但是对于各种各样光电子器件的测试分析，对于各种不
同的测试目的，仍然有大量的工作要做，比如，微波网络分析仪的校准和测试夹具的设计及校准已经
成为光电子器件测试分析中的重要部分，由于光电子器件本身的特殊性，微电子器件的测试方法还不
完全适用，不能直接照搬过来，我们必须考虑光电子器件的工作原理和响应特性的特殊性，建立相应
的测试分析方法。
　　⋯⋯
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